IEC 60352-5:2012

IEC

(]
®

IEC 60352-5

INTERNATIONAL
STANDARD

Edition 4.0 2012-02

N
INTERNATIONALE

Solderless connections —
Part 5/ Press-in connections — Gehe
guidance

Conneéxions sans soud
Partie|5: Connexi i

et guide pratk@
N

B
N

/ ////// i
/ 7 / / 7 / / / “
/// /j/ / //// / *; // //I/l////
/[ |

N

il

\

\g ((5
rgﬂs,)t\eit methods and practical

igences générales, méthodes |d’essai



https://iecnorm.com/api/?name=94c80326cbdc08de6c27069b5aa65778

THIS PUBLICATION IS COPYRIGHT PROTECTED
Copyright © 2012 IEC, Geneva, Switzerland

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form
or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from
either IEC or IEC's member National Committee in the country of the requester.

If you have any questions about IEC copyright or have an enquiry about obtaining additional rights to this publication,
please contact the address below or your local IEC member National Committee for further information.

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut étre reproduite ni
utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les
microfilms, sans l'accord écrit de la CEl ou du Comité national de la CEIl du pays du demandeur.

Si vous avez des questions sur le copyright de la CEl ou si vous désirez obtenir des droits supplémentaires sur cette
publication, utilisez les coordonnées ci-aprés ou contactez le Comité national de la CEIl de votre pays de résidence.

IEC Central Office
3, rue d¢ Varembé
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel.: +41 22 919 02 11
Fax: +41 22 919 03 00
info@iec.ch
www.iec.ch

About the IEC

The Interfational Electrotechnical Commission (IEC) is the leading glob
International Standards for all electrical, electronic and related technologie

About IEC publications

repares and|publishes

The technjcal content of IEC publications is kept under constant refiew I have the
latest editlon, a corrigenda or an amendment might have been published.

Useful links:

IEC publications search - www.iec.ch/searchpub

The advaniced search enables you to find IEC publica tronic and
by a variety of criteria (reference number, text, technic terms and
committee|...). ht terms in

It also gjves information on additional languages. Also known as the Irfternational

withdrawn [publications. ElgCtrotechnical Vocabulary (IEV) on-line.

IEC Just P Customer Service Centre - webstore.iec.ch/csc

Stay up to If you wish to give us your feedback on this publication
details all or need further assistance, please coptact the
also once Customer Service Centre: csc@iec.ch.

A propd

La Comm i ionale (CEIl) est la premiere organisation mondiale qui élabore et publie des
Normes in ouRtout\ce qut'a trait a I'électricité, a I'électronique et aux technologies apparentées.

A propd

Le conten ublications de la CEIl est constamment revu. Veuillez vous assurer que vous|possédez
I’édition la

Liens utilgs:

Recherche de publications CEI - www.iec.ch/searchpub Electropedia - www.electropedia.org

La recherche avancée vous permet de trouver des
publications CEI en utilisant différents criteres (numéro de
référence, texte, comité d’études,...).
Elle donne aussi des informations sur les projets et les
publications remplacées ou retirées.

Just Published CEI - webstore.iec.ch/justpublished

Restez informé sur les nouvelles publications de la CEI.
Just Published détaille les nouvelles publications parues.
Disponible en ligne et aussi une fois par mois par email.

Le premier dictionnaire en ligne au monde de termes
électroniques et électriques. Il contient plus de 30 000
termes et définitions en anglais et en frangais, ainsi que
les termes équivalents dans les langues additionnelles.
Egalement appelé Vocabulaire Electrotechnique
International (VEI) en ligne.

Service Clients - webstore.iec.ch/csc

Si vous désirez nous donner des commentaires sur
cette publication ou si vous avez des questions
contactez-nous: csc@iec.ch.


mailto:info@iec.ch
http://www.iec.ch/
http://www.iec.ch/searchpub
http://webstore.iec.ch/justpublished
http://www.electropedia.org/
http://webstore.iec.ch/csc
mailto:csc@iec.ch
http://webstore.iec.ch/justpublished
https://iecnorm.com/api/?name=94c80326cbdc08de6c27069b5aa65778

IEC 60352-5

Edition 4.0 2012-02

INTERNATIONAL
STANDARD

NORME
INTERNATIONALE

D

A
%

ments, test methods and practical

Soldefless connections —
Part 5; Press-in connections — G
guidance

Connexions sans sou
Partie|5: Connexi i

et guide prat@

igences générales, méthodes|d’essai

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL

COMMISSION

COMMISSION

ELECTROTECHNIQUE

INTERNATIONALE PRICE CODE V
CODE PRIX

ICS 31.220.10 ISBN 978-2-88912-919-5

Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor.
Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.

® Registered trademark of the International Electrotechnical Commission
Marque déposée de la Commission Electrotechnique Internationale


https://iecnorm.com/api/?name=94c80326cbdc08de6c27069b5aa65778

-2- 60352-5 © IEC:2012

CONTENTS
FOREWORDD ... 4
INTROD U CT ION L.ttt e e et et e et e e e e e et e et e et e et e e e e e e eeaaannas 6
T SCOPE AN OB ECT ... i e 7
2 NOMMALIVE FEIEIENCES ... e e 7
3 Terms and definitions ..o s 8
N = Yo LU 11 (=Y 0 1Y 01 €< S 9
R T € =Y 7= - | PP 9
4 2rFoots T T T S e 9
421 General....cocooiiiiiiiii e AN DL 9
4.2.2 Tools evaluation ..o NG e e T |
4.3 Press-interminations.........ccooiiiiiiiii e Sl G N NG N
4.3.1 Materials ..ocoviniiiii e K N NG NG S
4.3.2 Dimensions of the press-in zone............ /NG N\ xe NN
4.3.3 Dimensions of the plated through hole
4.3.4 Surface finishes........ccoooviiiiiiii e N in e e e N e e e eneenend
4.4 Testboards.....cocoooviiiiiiiiiiii SN N
441 General.....cccooeeeicn ACennnnn,
4.4.2 Materials ............... NG D

4.4.3 Thickness of test boards
4.4.4 Plated-through hole.

4.5 Press-in connectjans............\.....
4.6 Manufacturer's‘s i .
ST =Y<] € TR I U N so S N Y ST

5.1 Generajem

5.2

5.3
LIRS T I 1= 2 1= - | PN 20
5.3.2 Qualification test schedule.........ooo 20
B5.3.3  FIOW Chart o 22
5.3.4 Application test schedule ... ... 22
o S 1= 1= o 1= o o ] o 23
5.4.1 Qualification test report ... ..o 23
5.4.2 Application test report.. ... 24
Annex A (informative) Practical guidanCe ..o 25
L] o 10T = Y o1 2 172 PP 32
Figure 1 — Plated-through hole...... ... 10

Figure 2 — Location and example of the transversal microsection for measuring the
foTo] o] o =Y g £ ¥ (o 4 =<7 70PN 11


https://iecnorm.com/api/?name=94c80326cbdc08de6c27069b5aa65778

60352-5 © IEC:2012 -3-

Figure 3 — Example of hole ranges. ... ... 12
Figure 4 — Test arrangement, Dending ... 15
Figure 5 — Test arrangement — push-oUt fTOrCe .........coiiiiiiiii i, 16
Figure 6 — Transverse section of a press-in connNection............coooiiiiiiiiii 17
Figure 7 — Longitudinal section of a press-in connection ..o 18
Figure 8 — Test arrangement for contact resistance ..............cooiiiiiiiiiiii i, 19
Figure 9 — Qualification test schedule ........ ..o 22
Figure A.1 — Example of a termination removal tool ... 29
Figure A.2 — Conceptual composition of a four-layer printed circuit-board ............................. 30

Table 1|~ Plated-through hole requirements for test boards

Table 2|- Vibration, preferred test severities...........cooiii LSOOG O G
Table 3|~ Qualification test schedule — Test group A.......cooiii e e G\ XN N
Table 4[- Qualification test schedule — Test group B.......... /0 N\ ae O N\ Yo,
Table 5[~ Qualification test schedule — Test group C ... e . 5 O 1 e ey rneeneennedeneennn 21
Table 6| Application test schedule — Test group D.. /... oo NS e e emmenreneeneenneena e, 23
Table A{1 — Example for dimensioning the hole.. ca . \.. 2./ AL NG e 31



https://iecnorm.com/api/?name=94c80326cbdc08de6c27069b5aa65778

4 60352-5 © IEC:2012

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SOLDERLESS CONNECTIONS -

Part 5: Press-in connections —
General requirements, test methods and practical guidance
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FOREWORD
ternational Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for pmprising
tional electrotechnical committees (IEC National Committees). promote
htional co-operation on all questions concerning standardization in the el fields. To
hd and in addition to other activities, IEC publishes International Starfdards &canons
ical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guide as “IEC
ation(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; a nterested
subject dealt with may participate in this preparatory work. and non-
mental organizations liaising with the IEC also participate i bs closely
he International Organization for Standardization (ISO) in ascorda condlions determined by
ment between the two organizations.
rmal decisions or agreements of IEC on technical mat ernational
hsus of opinion on the relevant subjects since e from all
tted |IEC National Committees.
ublications have the form of recom¢hendaqtion National
ittees in that sense. While all reasona nt of IEC
ations is accurate, IEC cannot be held responsjble r for any
erpretation by any end user
er to promote international uniformi al Somm ittees undertake to apply IEC Publications
arently to the maximuynm \ dl and regional publications. Any djvergence
en any IEC Publicatiof regional publication shall be clearly indicated in
ter.
self does not proyid a i wity. Independent certification bodies provide gonformity
Ement serviges and, i 3 s Q IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any
b's carried@ i : Bt i .
ers should ensgure edition of this publication
, employees, servants or agents including individual eXperts and
EC National Committees for any personal injury, property damage or
r, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
the\publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any ¢ther IEC
othe Nocmative references cited in this publication. Use of the referenced publications is
pplication of this publication
Re possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the jubject of
ot be held responsible for identifying any or all such patent rights
onal Standard 1EC 603525 has bheen pnrenared by subcommittee 48B: Connectors, of
L o J T ’

IEC technical committee 48: Electromechanical components and mechanical structures for

electron

ic equipment.

This fourth edition cancels and replaces the third edition published in 2008. This edition
constitutes a technical revision.

This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous

edition:

a) Enhancement of Annex A and further application remarks are added.

b) Editorial changes throughout the standard to prevent the document from being
misunderstood as specification for establishing press-in connection in total.

c) Deletion of all tables with hole dimensions. Historically the hole dimensions were
constrained because of the dimensions of the wire wrap and clip connections posts. Since
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these connection technologies are no longer commonly used, the design requirements are
no longer practical.

d) Inclusion of additional figures and one table in 4.4.4 to define tolerance ranges for holes in
test-boards and to illustrate them.

e) Inclu

The text

sion of a requirement for the thickness of the test-board in 4.4.

of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
48B/2276/FDIS 48B/2286/RVD

Full infgrmation on the voting for the approval of this standard can be fqund in\theréport on

voting i

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Dixectiv

The committee has decided that the contents of this publig
the stability date indicated on the IEC web site under

related

* recopnfirmed,
* with@lrawn,

* replaced by a revised edition, or
+ amepded.
The corjtents of the corrigendum of Se pte%2 0.4 2 been included in this copy

dicated in the above table.

o the specific publication. At this date, the pub

&

ded until
he data
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INTRODUCTION

This part of IEC 60352 includes requirements, tests and practical guidance information.

Two test schedules are provided.

a) The qualification test schedule applies to individual press-in connections (press-in zone).

They are tested to the specification provided by the manufacturer of the press-in
termination (see 4.6) taking into account the requirements of Clause 4.

The qualification is independent of the application of the press-in zone in a component.

b) The _application test schedule applies to press-in connections whieh are part of a
component and are already qualified to the qualification test schedule.

Testl sequences focus on the performance of the press-in conne ich.i cted by
the implementation in a component.

As the manufacturer of the press-in termination has to prowde rmation
needed| for qualification, the word "manufacturer" ard for
simplicity.

natural

IEC Gu'rrclie 109 advocates the need to minimise
environment throughout the product life cycle.

&
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SOLDERLESS CONNECTIONS -

Part 5: Press-in connections —
General requirements, test methods and practical guidance

1 Scope and object

This part of IEC 60352 is applicable to solderless press-in connections for use in tele-
communication equipment and in electronic devices employing similar tecfiniques.

The pregss-in connection consists of a termination having a suitablé i which is
inserted into a plated-through hole of a double-sided or multilayer p

Information on materials and data from industrial experience.i i the test
procedures to provide electrically stable connection ' hmental
conditions.

The object of this part of IEC 60352 is to determine nections

under mechanical, electrical and atmogpheric conditio turer of
the pregs-in termination and to provid bls used
to make| the connections are of differentdesig

2 Normative references

The follpwing documents, i i matively referenced in this document and
are indispensable for its ication. F ated—references, only the edition cited applies. For

undated referenges, the referenced document (includihg any
amendments) a.

IEC 600
Electron

lectrotechnical Vocabulary (IEV) - Palt 581:

IEC 60068<1: VIS snfal testing — Part 1: General and guidance
Amend 1 )

IEC 603 2199, Solderless connections — Part 1: Wrapped connections — General require-
ments, lest.methodsvand practical guidance

IEC 60512 (all parts), Connectors for electronic equipment — Tests and measurements

IEC 60512-1-100, Connectors for electronic equipment — Tests and measurements -
Part 1-100: General — Applicable publications

IEC 61188-5-1: Printed boards and printed board assemblies — Design and use — Part 5-1:
Attachment (land/joint) considerations — Generic requirements

IEC 61249 (all parts), Materials for printed boards and other interconnecting structures

IEC 62326-4:1996, Printed boards — Part 4: Rigid multilayer printed boards with interlayer
connections — Sectional specification
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3 Terms and definitions

For the purposes of this document, the terms and definitions of IEC 60050(581) and

IEC 60512-1 as well as the following apply.

31
press-in connection

solderless connection made by inserting a press-in termination into a plated-through hole of a

printed board
[IEC 60050-581: 2008, 581-03-46]

3.2 L
press-in termination (press-in post)

termination having a specially shaped zone suitable to provide f les
connectjon

[IEC 60D50-581: 2008, 581-03-39]

3.2.1

solid press-in termination

press-in termination having a solid press-in zone wh s 9 y rigid and in

elastopliastic deflection of the through hole

[IEC 60p50-581: 2008, 581-03-40]

3.2.2
compliant press-in termination
press-in termination havig
deflection of the through ho

[IEC 60

3.3
press-i
speciall
connect

[IEC 60D5

3.4
termina e
device |used” to insert press-in terminations or components equipped with

press-in

duces a

oplastic

press-in

press-in

terminations-into-a prinfnd board

[IEC 60050-581: 2008, 581-05-22]

3.5
termination removal tool
device for removing a press-in termination from a printed board

[IEC 60050-581: 2008, 581-05-23]

3.6

set of parts

one press-in termination and a test-board with one or more plated-through holes. The
termination is not mounted in the printed board

press-in
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3.7

specimen

printed board, or a part of a printed board, with a mounted press-in termination, with or
without a component housing

3.8

manufacturer

manufacturer of the press-in termination, who performs the tests according to this standard
using a test board

4 Requirements

4.1 General

The connections shall be processed in a careful and workmanlike rp coordafice with

best prgctice.

4.2 Tpols
4.2.1 General

Tools shall be used and inspected according to th ensions proyided by

the manufacturer.

The too

The too printed
board when correctly operate

4.2.2 Tools evalua

Tools afe evaluated forperfo carrying
out test$ accordihg t6 4.5 and 5 1.3.

4.3 P
4.3.1

MateriakUsed. iR thespressiin zone shall be specified by the manufacturer.

For informationden materials, see A.4.3.

4.3.2 |Dimensions of the press-in zone
The performance of a press-in connection depends on the dimensions of the specially shaped

press-in zone and the materials used for the press-in termination together with the dimensions
and materials of the plated-through hole in the printed board.

4.3.3 Dimensions of the plated through hole
The minimum thickness of copper plating of the printed circuit board shall be 25 um. The

shape and dimensions including the tolerances of the plated through hole shall be specified
by the manufacturer.

4.3.4 Surface finishes

The press-in zone of the press-in termination shall be either unplated or plated. The surface
finish shall be specified by the manufacturer.
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The surface shall be free of detrimental contamination or corrosion.

4.4 Test boards
4.4.1 General

For test purposes test boards according to IEC 61188-5-1 and IEC 62326-4 or to a
specification given by the manufacturer shall be used.

Four layer printed circuit test boards shall be used for testing unless otherwise specified in
the component specification or in the manufacturer’s specification.

4.4.2 Materials

The mgnufacturer shall specify the types of base material for whi zone is

designe(d.
Examples of base materials may be found in IEC 61249.

4.4.3 Thickness of test boards

The thigkness of the test-board shall be that for which/th nection is designed.

When a press-in connection is designed to be ugsed\witt the test

board selected shall be of the thinnes i k S i he press-in conngction is

intended to be used.

NOTE |Ifla press-in connection is designed fgr board si h nominal

thickness|of 1,6 mm (within tolerance range) is used

4.4.4 Plated-through 4ol

The mirfimum and the |maximv d hole diameter the press-in connection is intepded for
3 1 een the

shall bg defined
minimum and th

¥
F

7|

AR S AR RRRANNTA

o R R R R R
- FTTTTTTTTTS

P I I I T FTFFFFF

k4

9l

IEC 162/12

Figure 1 — Plated-through hole

The plated-through holes shall fulfil the requirements according to Table 1, where the item
definition follows Figure 1.
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Table 1 — Plated-through hole requirements for test boards

Item according to Description Requirement
Figure 1
Min. hole tolerance range (range a) lower 30 % of the tolerance range
¢ Max. hole tolerance range (range b) upper 30 % of the tolerance range
f copper thickness of the tube min. 25 pm, max. 35 pm
final plating for information see A.4.3
h pad width min. 0,15 mm
The thidkness of the copper tube shall be measured by a transversal microsectign thrqugh the
hole acfording to Figure 2. The values of f1 and f2 shall be in théNrequiredrange of f

according to Table 1.

Location of the microsection

ra

Key
f1 maxim|

f2 minim

NOTE Itfi

diameterg
boards. It
it can be

T FTTT FIFTFTTS
P TS FTTITS
N

IEQ

be made via different diameters of the drill tools respective holes in injection
is recommeéndedto manufacture test boards having both minimal and maximal holes on it, bec
excluded that the holes have different thicknesses of the copper plating under ordinary man

163/12

holes of a test board have the same thickness of copper plating. The difference of

moulded
huse then
ufacturing

conditiong.

The plated hole tolerance range is the difference between the minimum and the maximum
diameter of the plated hole. For testing of the quality of the termination itself, it is necessary
to perform tests of the contact close to the maximal hole and close to the minimal hole as
well. Measure the holes in the test board and identify which hole diameters are within range a
and also the hole diameters within range b of Figure 3.

The hole diameter ranging is shown in Figure 3.
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Plress-in connection
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Tolerance range

Lower limit
Upper limit

Length scale

Range a [|imit
Range { limit

H—)

Range a <30 % 5, 164/12

Dimensions in nf

illimetres

a) The|combination of pre ina d Board and termination insertion t¢ol shall

be qgompatible and
b) The| press-in terminpation\shall be sorre
printed boarpcified n thelspecitica
c) The
defd
d) The

e) The
thro

f) The
g) The

h) Aftef the’press-in operation, no detrimental plating particle chips shall be visible.

of the

limits of

plated-

i) At the opposite side of the press-in direction, no plating of the plated-through hole shall be
loosened.

4.6

Manufacturer’s specification

The following information shall be supplied by the manufacturer of the press-in zone and/or
the component:

a) Printed board and hole information

printed board material;

maximum number of conductive layers;

printed board minimum and maximum thickness;
printed board plating materials;

finished plated-through hole dimensions, including tolerances;
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— hole dimension prior to plating.

b) Press-in zone information
— material of the press-in termination;
— plating.

c) Information on the application
— straight or right angle termination;
— rear plug up;
— wrapped connection;

— individual press-in termination;

— gonnector with pre-assembled press-in terminations.
d) Instructions and tools for the press-in operation

— tpols to be used;

— number of replacements with a new press-in terminatio

e) Fordes

— rpaximum press-in force per termination;
— minimum push-out force per termination after
f) Any[other significant information.
5 Tests &

5.1 General remarks

5.1.1 General

As explained in the |i herexare 0 test schedules which shall be |applied

according to the following cohditj

a) Presgs-in con I i 1e¢ fequirements in Clause 4 and the requirements in
the manufacturet i be tested in accordance with the qualification test
schd

Thig 3 i A o be applied on individual press-in terminations|without
com

b) Pregg-i sgtions\which are part of a component and already qualified| to the
qualificati gSkschedule shall be tested in accordance with the application test sichedule
in5
Thig test/schedule is intended to be applied on complete components consigting of
multiple“press-in terminations mounted in a component housing.

The application test schedule shall be implemented in the detail standard of the component in
such a way that the duplication of tests may be avoided.

Therefore, the test phases in test group D (see 5.3.4.1) may be inserted in any test group of
the component specification, as long as the sequence, conditioning and environment comply
with the requirements of this standard.

5.1.2 Standard conditions for testing
5.1.2.1 General

Unless otherwise specified, all tests shall be carried out under standard conditions for testing
as specified in IEC 60512-1.
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The ambient temperature and the relative humidity at which the measurements are made shall
be stated in the test report.

In case of dispute about test results, the test shall be repeated at one of the referee
conditions of IEC 60068-1.

5.1.2.2 Preconditioning

Unless otherwise specified, the connections shall be preconditioned under standard
conditions for testing in accordance with the requirements of IEC 60512-1 for a minimum
period of 24 h.

5.1.2.3 Recovery

ove den dtandard

Unless |otherwise specified, the specimens shall be allowed to
conditions for testing for a period of a minimum of 2 h after conditiof

5.1.3 Mounting of specimens

pations and a test
e parts shall be

For the
board W

mounte
For the e essed on a printed board,
using th f ification

or in theg

NOTE F

52 T

NOTE A
reference|to IEC 60512 as ¢
5.21 Generali;

5.2.11

use, it is intended that the description be replaced by a
thod is included in IEC 60512.

| be five
plicable

The tes
times,
requiren

5.2.1.2

The tedtsshall be carried out in accordance with IEC 60512, test 1b. All parts ghall be
examined 10 ensure that the applicable requirements of 4.3 10 4.6 have been met.

5.21.3 Inspection of tools

The tools shall be inspected and controlled according to the manufacturer’s instructions and
specifications to be sure that the applicable requirements of 4.2 and 4.6 have been met.

5.2.2 Mechanical tests
5.2.21 Bending

This test is only applicable to press-in terminations having a free post length of >10 mm
protruding from the board.
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The object of this test is to assess the ability of a press-in connection to withstand the
mechanical stress caused by an unintentional bending of the free length of the termination
and following adjustment.

The test specimen shall consist of a printed board or a part of a printed board, with an
press-in termination having a free post length of > 10 mm for bending.
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After the press-in operation and before carrying out the push-out test, the test specimens
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allowed to recover for a period of at least 24 h.
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Contact disturbance shall be monitored during vibration test in accordance with IEC 60512,

test 2e.

Requirement: No contact disturbance exceeding 1 us unless otherwise specified in the
applicable detail standard of the component.
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Table 2 — Vibration, preferred test severities

Range of frequency 10 Hz to 55 Hz 10 Hz to 500 Hz 10 Hz to 2 000 Hz
Full duration 2h ¥ min 6h ° min 6h ° min

Displacement amplitude below

0,35 mm 0,35 mm 1,5 mm
the cross-over frequency
Acceleration amplitude above 2 2
the cross-over frequency - 50 m/s 200 m/s
Directions Three axes Three axes Three axes
Number of sweep cycles per direction 8 10 8

Unless ptherwise specified in the relevant component detail standa the Hz\0|500 Hz
range shall be carried out.

5.2.2.5 Microsectioning
5.2.2.5.1 General

The tes{ shall be carried out in accordance with IEC

5.2.2.5.2 Transverse sectioning

The def ler than
70 um.

The miri shall be
no cradg tked by

inspecti

Measurement of
the deformation

n 2102

Original hole
contour

IEC 167/12

Dimensions in millimetres

Figure 6 — Transverse section of a press-in connection

5.2.2.5.3 Longitudinal sectioning

The deformation "c¢" of the connected pattern to the plated-through hole shall be not more
than 50 um (see Figure 7).

Neither the plating of the plated-through hole nor the conductor may have cracks ("d"). For
double-sided printed boards, these requirements are applicable to the outer layers.
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Compliance is checked by inspection, measurement and visual examination according to
5.2.1.1. The measurement shall be recorded.

¢ Press-in zone
d
Printed board
o
I:\ //:I

\

The arep of contact between the press-in zone and arry the

specified current.

5.2.2.6 Replacement (repairing)

The manufacturer shall specify if replac 4/ if so, the number of feplace-
ments allowed. The test of the ability of a press one to withstand replacement| and its
possibillty to show equal performance a part of the press-in zone replaced.

ReplacH i ew,press-fr'terminations, using the tools spegified by
the marfufacturer. All r 1 i o those applicable to the first press-in cycle.
The reppired sets of parts“sha No loose parts of metal or cracks in the board
layer or conduct@h iSi

If the component & eplacement of the press-in termination, the operation jand the
tools shgll be spécifie anufacturer of the component or a detail standard.

5.2.3

5.2.3.1

The contactsresi test shall be carried out in accordance with IEC 60512, test 4a. Care
shall be taken regafding the resolution of the micro-voltmeter as well as correctjons for
thermo-electrical vnltagp The mpaquring Inninfe should bhe made as close as pnqsible to

minimize the bulk resistance.

Figure 8 shows an example of the test arrangement.
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Press-in zone Printed board

il
N

IEC 169/12

Figure 8 — Test arrangement for contact resistance

Requirements after mechanical, electrical or climatic conditioning:

a) Qualification test schedule: The maximum change of conta be less

b) Application test schedule: hall be
br in the

If neceq overall

measurq press-in

connection shall be included in the valu

5.2.4 Climatic tests

5.2.41 General

The detail standard of n shall

prescribie the upper categary e (LCT)

which shall be used in

When the printe Ategory,

the climptic test shdl)be_ta nent, or

the prinied board, wf v

5.2.4.2

The tes in accordance with |IEC 60512, test 11d. Unless ofherwise

specifie rer of the component or a detail standard, the following details

shall ap

— low temperature Ta —40 °C (LCT)

— hightemperature ) 85 °C(UCT)

— duration of exposure t 30 min

— number of cycles 10

5.2.4.3 Climatic sequence

The test shall be carried out in accordance with IEC 60512, test 11a. Unless otherwise
specified by the manufacturer of the component or a detail standard, the following details
shall apply:

dry heat, test temperature 85 °C (UCT)

cold, test temperature

—40 °C (LCT)

damp heat, cyclic, remaining cycles 5
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The test shall be carried out in accordance with IEC 60512, test 11i. Unless otherwise
specified by the manufacturer of the component or a detail standard, the following details

shall apply:

— test temperature

— test duration

5.3

5.3.1 Gener

Test schedules

al

85 °C (UCT)
1 000 h

If the pfess-in zone shall be qualified for more than one type of prin board\(seg 4.4.2),
there sHall be one complete set of specimens for each type.
Sample$ shall be subjected to usual manufacturing processe gh hole
dimensipns shall be within the tolerance range as shown in 4.4
Prior to|any testing, the test-boards shall be measured-and marked
with the[appropriate range to which they belong.
It is important that the press-in operation is ca bls. The
equipment and tools used shall be regord
5.3.2 Qualification test schedule
5.3.2.1 Test group A
Sets of parts for test grou gix. If replacement is applicable additional
press-in terminations ¢s shall be with diameter in the lower 30 %
of the tdlerance r
fi test schedule — Test group A
A\,
Test phase < \ Tes\t\ / Measurement to be performed Requjrement
> . Test No. of L
{ Tide Subclause Title IEC 60512 Subglause
AP1 L\ N\ Mowsting \ 5.3.2.1 Press-in force 5.2.2.2
AP2 if applicable [Replacemeny [5.2.2.6
AP3 Visual examination |1a 4.5
(and evaluation of
tools)

AP4 fv“uuavutiuuillg 5225
AP4 .1 Transverse 5.2.2.5.2 5.2.2.5.2
Three specimens | sectioning
AP4.2 Longitudinal 5.2.2.5.3 5.2.2.5.3
Three specimens | sectioning

5.3.2.2

Test group B

Sets of parts for test group B shall be a minimum of 14. If replacement is applicable additional
press-in terminations have to be provided. A minimum of seven holes shall be in range a and
a minimum of seven holes shall be with diameter in the upper 30 % of the tolerance range
(range b) (see 4.4.4).

If a press-in zone is specified to be replaceable, the push-out force shall be measured after
the number of replacements specified.
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Table 4 — Qualification test schedule — Test group B

Test Measurement to be performed Requirement
Test phase Title Subclause Title 1I-Esct 200'5'1? Subclause
BP1 Mounting 5.3.2.2 Press-in force 5.2.2.2
BP2 if applicable Bendinga) 5.2.2.1
BP3 Push-out force 5.2.2.3
BP4 if applicable [ Replacement 5.2.2.6
BP5 if applicable 5.2.2.3 Push-out force 5.2.2.3

a)

This test should be done on the seven sets of parts with holes in range b, if applicable.

5.3.2.3

Sets of
termina
(see 4.4.4).

If repla

allowed
press-in

IEC 60912, test 1a. See the requirement

Test group C

Table 5 — Qualificati

in4

test

parts for test group C shall be a minimum of 200. A miniRi
ions shall be mounted in holes of range a, and a minin

ést group C

press-in
range b

n holes
ements
4). New

Test \ \ MWent to be performed Requfrement
Test phase . \\) Test No. of
Tlrt\le& M tle IEC 60512 Subtlause
CP1 Mounting 5.3.42 ~
CP2 if applicable Be’blqcekent 3\{23\
CP3 \/ Contact resistance |2a 5.2.3.1
— millivolt level
/\ method
CP4 Rapid'ch gebi\ 5242/ 11d
\Qm erature
CP5 Cliral 52.4.3 11a
seq\en e
CP6 Q&ry\\a\ ) |5.2.44 11
CP7 \ No required tests and measurements
CP8 Contact resistance |2a 5.2.3.1
— millivolt level
method
CP9 5.2.2.3 Push-out force 5.2.2.37,

minimum push-
out force per
termination
according to
4.6 e)

a)

them out of range b.

The test for push-out force has to be performed on 14 of the 200 terminations, 7 of them out of range a and 7 of
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5.3.3 Flow chart
For quick orientation, the qualification test schedule described in 5.3.2 is shown as a flow
chart in Figure 9:
Examination of parts and ranging of printed board holes
General examination of press-in terminations and printed
boards (sets of parts).
Minimum of 220 sets of parts
— Visual examination 5.2.11
— Preparation of specimens 5:3:2. /\\
R
Test group A Test group B \ x \I@%\ group C
5.3.2.1 Table 3 5.3.2.2 Table 4 N4 "3.2.3 Table 5
6 $ets of parts (minimum) mum)

ditional terminations for
replacement

200 sets of parts (min
additional termination]
replacement

s for

- R¢

- P

- Vi

- Td

- M

— Tr

- Lg

placement

ess-in force (replacing)

Eual examination

ol evaluati

crosectioning

pnsverse sextioning

— Replacement

— Contact resistance

— Rapid change of temp¢

— Climatic sequence

— Dry heat

— Contact resistance

— Push-out force

trature

Figure 9 — Qualification test schedule

IEC 170/12

5.3.4
5.3.4.1

Application test schedule

General

The purpose of the application test schedule is to be implemented in a component
specification. Only press-in zones approved by the qualification test are allowed for this test.
The test references in each table refer to methods detailed in the IEC 60512 family of test
methods. IEC 60512-1-100 can be used to point the reader to the correct test method
document. For example, test 1a, visual examination, is now IEC 60512-1-1.
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5.3.4.2 Test group D

Where this test schedule is applicable (see 5.1), six components shall be pressed into the
printed board(s) of the application with the tools specified by the manufacturer, and according
to the manufacturer’s recommendation. If the total number of terminations is less than 40, the
number of components shall be increased.

A press-in termination mounted in the component and pressed into the printed board is called
a specimen.

All specimens shall be subjected to the following tests.

Table 6 — Application test schedule — Test group

Test Measurement to be Wed Retujrement
Test phase . . \l
Title Subclause Title /\l\ 12 clause

DP1 Contact resistan 3

— millivolt leve

method
DP2 Vibration 5.2.2.4 Contac 6thand 2¢ 5.2.2.4

dlsturb nce
DP3 Rapid change of |5.2.4.2 \/ 11

temperature {\

DP4 Dry heat 5.2.4.4 N i
DP5 Coqt t resistance | 2a a)

— miNivol lev

Q}@tho

DP6 Microsectioming 1\5(2.2.5 ) )\/
Eight spetimens [\ ~
DP6.1 Transverse .2.29.2 5.2.2.5]2
Four spedimens ?‘2}({"”
DP6.2 2 2.2.5.3 5.2.2.53
Four spedimens secti |ng

a)

Accorgling to the omBQ\s\nt s le /

54 T
5.4.1

5411 Gehe

A test repor-oithegualificationtest-shall-bewritten-by-the test-houss-

5.4.1.2 Input information

The test report shall contain the following input information, mainly based on the specification
and the recommendations of the manufacturer:

— types of printed boards to qualify against;

— hole dimensions including tolerances, according to the manufacturer’s specification;

— surface treatment (preflux, lubricant, etc.) of the plated-through hole;

— number of replacements allowed;

— mounting and replacing tool descriptions and dimensions;

— maximum press-in force;

— minimum push-out force after tests;
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any
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deviation from the standard.

Output information

The test report shall contain the following output information:

test
equi
deta

all r

house, test date and test operator(s);
pment and tools used for the test;
ils of the tests required in the IEC 60512 series;
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sults from the measurements, compliance or non-compliance noted-—.

sum

5.4.2

5.4.2.1

Application test report

Input information

The tes{ report shall contain the following input information:

qual

addi
any

5.4.2.2

fication test report;

appropriate connector detail standard;
' tes ho@a;

fional information necessary fo

Heviation from the standard.

Output information

The tes{ report shall contai

If

test
equi

sum

the a

output i

pbment a
all results from™the

rt of the full test report.

mary/judgement. If approved with some non-compliance, this sh

of a complete connector qualification test, the abo

be justified.

e-listed
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Annex A
(informative)

Practical guidance

A.1  General

While the normative part of this standard describes requirements and tests, the intention of
the practical guidance is to provide helpful information in regard to the usage of press-in
connectjons-

A.2 Current-carrying capacity

In genefal, the total area of contact between the press-in zoneof inafion and
the metal plating of the plated-through hole in a printed bo S ign made
in accofdance with this standard should result in a larger srossS5 of the
minimum press-in termination cross-section. Therefore / of the
press-in connection will be at least equal to that of thé i i ing factor
will normally be the conductors in the printed board.

A.3 Tool information

A.3.1 Termination insertion tool

Generally, a termination ifnse printed

board. The tool shall be a tg heinsertivyy’force on those parts of the termination

which afe designed and\intex i / i correct

insertiom depth of the tiQn i nctional

surfaces of the aged by

the insefrtion tool.

Differen

a) sing $ sitioning
devite: speC|aIIy used in those cases where a large number of
term

b) com : pattern
shoyld be inserted for example in a row with a constant pitch;

c) assgmbly insertion tools: in some cases, the terminations are part of a pre-asgembled
product, Tor example a connector. Then, a specially designed tool should be used. This
tool applies the force directly on the terminations or pushes on another part of the pre-
assembled product which should be strong enough to pass the force onto the termination.

A.3.2 Support block

During insertion of the terminations, the printed board should be supported by a device
specially designed for that purpose. It should support the printed board as close as possible
to the hole in which the termination is inserted and it should be large enough to carry the
printed board to prevent bow.

The block can be made of metal, for example steel or aluminium, or of plastic material and it
should be of sufficient strength to withstand the insertion forces. Care should be taken at all
times to avoid damage to the printed board. In addition, the height of the support block should
be such that the total length of the inserted termination can be accepted.
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A.3.3 Termination removal tool

When a press-in termination is to be removed, a specially designed tool should be used. Such
a tool pushes out the termination opposite to the direction in which it is inserted.

Care should be taken that the printed board is properly supported and that it is not damaged.
In case of repairing the press-in termination should not be used a second time and should be
replaced by a new one.

The insertion of a single repair termination should be carried out by a specially designed tool.

During insertion of a repair termination, care should be taken that the termination is inserted
in the proper direction, to the correct depth and without damaging the prinfed board,

A.4 Press-in termination information

A.4.1 General

Two typges of press-in terminations are in use:

a) solid press-in terminations;

b) compliant press-in terminations.

In the case of solid press-in terminatioqs, chanical
and elegtrical stability should be genera ‘ hole of
the prinied board.

In the case of compliant Hergoes
plastic |deformation as hile the

deformgtion of the pla ot gceur or is much less than in the case of a
solid press-in terminat

It should be no
terminati
applicat

ypes of
htended

Press-ir
process
termina

rapping
press-in

A.4.2

Th d lan-of o nraco i tapmainatian SnA e Araco i oA ol A b ol thh ot
e e YT oo precoSo i oot oTT arntu—itS PTooSo i ZoTTe—STotTa— o oucTarat

— all surfaces of the press-in termination which come into contact with the plated-through
hole are made to minimize damage to the metal plating of the plated-through hole and to
ensure that a good contact function is established;

— the press-in zones are provided with a lead-in;

— the press-in termination is provided with means, for example a shoulder or a suitable
surface, by which the press-in force can be applied.

For the shape of the press-in zone, a wide variety of designs can be used.

The press-in termination should be so designed that a press-in connection is achieved by
inserting the press-in zone to a predetermined depth in a specified plated-through hole in the
board.
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A.4.3 Materials and surface finishes

The press-in terminations will often be an integral part of a contact element and therefore of
the same copper-based alloy. The choice of material will depend upon the size and function of

the part but should equally be suited to the requirements of a good,
connection.

stable electrical

All materials are subject to stress relaxation depending on time, temperature and stress.

The termination material and design should be such that the force maintaining the connection
will not decrease with time to a degree where the connection suffers an unacceptable

increase in resistance.

The surface finish of the press-in zone, and its compatibility with t
through(hole in the printed board shall be specified by the manufact

A.4.4 Press-in terminations with connector contact ele
A.4.4.1 General

Press-in terminations are often provided with connec

plated-
.

sually, there is a

contact |blade or spring, at the front end of the terminhatj % or ipsertion/withdrawal of
a printgd board and/or a contact blade at the grmination suitable for

insertionp/withdrawal of a free connectoy

These dontact elements should be in accqrda ; nt connector specificafions.

A.4.4.2

Press-in connections wit : t
insertiom and withdrawakof printed po ies and/or free connectors.

For info

A.4.43

K connector contact elemenits

ts are subjected to axial forceg during

Where press-i ingti intended to be parts of a multipole connector, the cqnnector

requirer
should
(normal

A.5 Printed board information

tons and tolerances on position and level of the ¢ontacts
th regard to printed board bending and level of confact tips

A.5.1 General

Printed boards should be compatible with press-in technology with respect to materials,

design and dimensions.

Press-in terminations make use of the strength in the printed board to employ contact force. If
a press-in zone is designed to be used for printed boards thinner than 1,5 mm, special care

should be taken to avoid unintentional bending/bowing of the board.

A.5.2 Plated-through hole

To obtain a stable press-in connection, the press-in termination and the plated-through hole in

the printed board shall be compatible.
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Essential parameters, which are of great importance for the reliability of a press-in
connection, are
a) the press-in termination regarding
— design;
— material characteristics;
— dimensions;
— characteristics of surface (finish, roughness, etc.);
b) the plated-through hole regarding
diameter of drilled hole and finished hole;

— tfue position tolerance of hole pattern of printed board;

— plating thickness, surface treatments and pre-processing;

— dharacteristics of the plating material(s) (for example ductilit$
— thickness of the printed board;

— rjumber of layers in a multilayer board;

— dharacteristics of the base material of the printed-board

Minimum thickness of copper plating is given in 4.3.3 /1y \ bles are
surrounfled by lands which enhance the mech i h hole.
Plated-through holes without lands may™he sugscg cing the

copper {ube.

For further information, see IEC 61188

NOTE A levelling,
HAL) (mg Au over
3 -7 pum

A.6 (

A.6.1

In pracfice, press-i ] garding
the me ; should
ensure e of the
press-in

A.6.2

During its» lifetime a mounted electrical compaonent with a Inrpcq-in connection may fail.
In such cases, it may be economic to replace it.

To remove a termination, it should be carefully extracted with a suitable tool. Care should be
taken that the termination is not bent and the printed board is not damaged.

An example of a suitable tool is shown in Figure A.1.

Reinsertion of the previously inserted termination in the hole is not recommended. However, it
is permissible to insert a new termination into the previously used hole, provided that the hole
and the termination are capable of meeting the requirements specified by the manufacturer.

Repair procedures for a component with replaceable individual press-in zones should be
specified by the manufacturer. But generally, a plated-through hole should not be re-used
more than three times.
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A solid press-in connection should not be replaced because of the permanent deformation of
the plated-through hole of the printed board.

A.6.3

It is no ed with
press-in e effect
of the te

A.6.4

To avoi ting the
materia for the
plated-t jalvanic
series Q

A.6.5

For the

— the ¢hoice of a suitable drill

— the copper plating and the
— additional plating (finish)
Additional plating is commonly added on the inside of the drilled hole to improve the quality

sum up for the diameter of the finished plated-through hole. The type of additional plating
material and the used plating process influence the tolerance stack.

The copper plating should be uniformly distributed about the full drill-depth. The composition
is shown in a conceptual drawing in Figure A.2.
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Copper plating

Copper (basis) ———p»

Base material FR4 ————

Due to
plating
thickned
galvanid

— Duri
conrf

— The
nece

— The
Becausg

control
inspect.

A.6.6

For the
diamete
at least

Copper plating
(copper tube)

Copper plating

possibility of havin
zone. If this effect, cd

ssary.

press-in

o the galvanic-rim-effect, the manufacturer
tolerances. It is recommended to make cut im

r shallkbe_according to the given tolerances. Additionally the copper plating sh
25 pm thick(see 4.4.4) and should not differ within a specific application. T

copper
j higher
lled the

ress-in-

re than

has to
ages to

ial. The
ould be
nerefore

user an

J moanufacturer of the printed board should specify the diameter of the finished

plated-

through

hole, the diameter of the drilling-tool and the thickness of the plating.

When using a base material according to IEC 61249-2-4 the typical dimensioning of the hole

is descr

ibed in Table A.1 for a nominal diameter of 1,00 mm.


https://iecnorm.com/api/?name=94c80326cbdc08de6c27069b5aa65778

60352-5 © IEC:2012 -31-

Table A.1 — Example for dimensioning the hole

Recommended diameter of the finished hole after plating and finish 1,05 mm
Thickness of finish (example Sn) 0,002 mm
Copper tube (to guarantee a thickness at least of 25um) 0,06 mm
Addend for using resin/glassfibre matrix FR4 (taking into account additional reflow of resin, drill out- 0,03 mm
of-round, surface roughness, etc.)

Optimal diameter of the drilling tool 1,142 mm
Diameter of the next available standard-drill-tool 1,15 mm
Resulting diameter of the finished plated-through hole (approx.) 1,06 mm
For othgr hole diameters the conditions are comparable, if the gafvanic(process pnd the
plating f

A.6.7

If other IEC\61249-2-4 (FR4)
are use ribed in Table|A.1

For exa the™ole will not bg drilled,
but form er results directly from the

finished



https://iecnorm.com/api/?name=94c80326cbdc08de6c27069b5aa65778

— 32 -

Bibliography

60352-5 © IEC:2012

IEC Guide 109:2003, Environmental aspects — Inclusion in electrotechnical product standards

24

@%



https://iecnorm.com/api/?name=94c80326cbdc08de6c27069b5aa65778

%

A
@,
Ve
o
O
<)

&



https://iecnorm.com/api/?name=94c80326cbdc08de6c27069b5aa65778

- 34 - 60352-5 © CEI:2012

SOMMAIRE

AV AN T P ROP O S ... 36
N IO 1 1 L@ I 1 ]\ PP 38
1 Domaine d'application et objet.......cooii 39
2 REfEreNCES NOIMMAtiVES .. .. e e 39
3 Termes et definitioNS ..o 40
I Qo 1= 17 = N 41
B € = 1= = 1) (PPN 41
A2rOutits——— T T TS 41
4.21 Généralités.....ccooviiniiiii e N DL 41

4.2.2 Evaluation des outils ........cooiiiiiiiii NG T Jooennn, 41

4.3 | Bornes pour connexion insérée a force..........ooviiiiiior e NN\ Nee FNG e N 41
4.3.1  MatériauX ...cccoeeviiniiiiiiiiieieieeeeeee e K DN N NG e e 41

4.3.2 Dimensions de la zone d’insertion a force/ ™\ - xe C N eee e e 41

4.3.3 Dimensions du trou métallisé
4.3.4 Traitements de surface

4.4 Cartes d'essai .c.cooovvvieiiiiiiiiiiiiiiiiiin b A N N
4.4.1 Généralités
4.4.2 Matériaux .............. 00 NG

4.5] Connexions insére
4.6
ST X1 = 11 TR U N oo S N N ST

5.1 Remar
511

5.2

5.3

9.93. 1 Generalites

5.3.2 Programme d’essais de qualification...............coooiii 52

5.3.3 Tableau synoptiQUe ..o 55

5.3.4 Programme d’essais d’application ... 56

R I S = o] oYY ot o B =TT = 57
5.4.1 Rapport d’essais de qualification ... 57

5.4.2 Rapport d’essais d’application .............oooiiiiiii i, 57

Annexe A (informative) Guide pratiqQUe..........coouiiiiiiii e 59
L] o 10T = Y o1 o L= PP 66
Figure 1 —Trou mé&LalliSé .. ... e 43

Figure 2 — Emplacement et exemple de la micro-section transversale pour mesurer
=T o= TESX=Y= 0T o LU o U T AV = PP 44


https://iecnorm.com/api/?name=94c80326cbdc08de6c27069b5aa65778

60352-5 © CEI:2012 - 35—

Figure 3 — Exemple de gammes de troU ... 44
Figure 4 — Montage d'eSSai, Pliage....ocuiiiniiiiie e 47
Figure 5 — Montage d'essai — force d'extraction ............ccooeiiiiiiiiiiii i, 48
Figure 6 — Coupe transversale d'une connexion insérée a force..........cooooiiiiiiiiiiiiiiin s 50
Figure 7 — Coupe longitudinale d'une connexion insérée a force...................cooiinn. 50
Figure 8 — Montage d'essai pour la résistance de contact ..............ccooiiii i, 51
Figure 9 — Programme d’essais de qualification ..............ccccoiiiiiiiiin e, 55
Figure A.1 — Exemple d'outil d'extraction de borne..........c.coooiiiiiiiii e, 63
Figure A.2 — Composition conceptuelle d'une carte de circuit imprimé a quatre couches....... 64

Tableay 1 — Exigences du trou métallisé pour les cartes d'essai
Tablead 2 — Vibrations, sévérités d'essais préférentielles ............... N\ DGO DG
Tableau
Tableau
Tableau
Tableau
Tableau



https://iecnorm.com/api/?name=94c80326cbdc08de6c27069b5aa65778

- 36 - 60352-50 C

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONNEXIONS SANS SOUDURE -

Partie 5: Connexions insérées a force —
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La Norme Internationale CEl 60352-5 a été établie par le sous-comité 48B: Connecteurs, du
comité d'études 48 de la CEl: Composants électromécaniques et structures mécaniques pour
équipements électroniques.

La présente quatrieme édition annule et remplace la troisieme édition parue en 2008, et

constitu

€ une révision technique.

Les principales modifications techniques apportées par rapport a I'édition précédente sont:

a) Amélioration de I'Annexe A et ajout de remarques d'application supplémentaires.

b) Modifications rédactionnelles dans toute la norme pour empécher que le document soit
mal compris en tant que spécification pour I'établissement de la connexion insérée en

total

ité.
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c) Suppression de tous les tableaux avec des dimensions de trou. Historiquement, les
dimensions des trous ont été contraintes en raison des dimensions de borne pour les
connexions enroulées et les connexions par clip. Puisque ces technologies de connexion
ne sont plus communément utilisées, les exigences de conception ne sont plus pratiques.

d) Intégration de figures complémentaires et d’un tableau en 4.4.4 pour définir les plages de
tolérance pour les trous dans la carte d’essai et pour les illustrer.

e) Prise en compte d'une exigence sur I'épaisseur de la carte d’essai en 4.4.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

48B/2276/FDIS 488/2286/RVD

Le rappprt de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute infe
abouti & I'approbation de cette norme.

e ayant

Le comité a décidé que le contenu de cette publicatigr \odifig avant la|date de
stabilité| indiquée sur le site web de la CEIl sous "http;//websiore.iec.ch" dans les données
relative$ a la publication recherchée. A cette date, Ia i

* reconduite,
* supprimée,
+ remplacée par une édition révisée,
*+ amepdée.

Le confenu du corrigend

exemplaire.

été pris en considération dpans cet
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INTRODUCTION

La présente partie de la CElI 60352 contient des exigences, des essais et un guide pratique.

Deux programmes d'essais sont proposés.
a) Le programme d’essais de qualification est destiné a étre utilisé pour les connexions
insérées a force prises isolément (zone d’insertion a force).

Elles sont essayées en accord avec la spécification fournie par le fabricant de la borne
pour connexion insérée a force (voir 4.6), en tenant compte des exigences de I'Article 4.

La qualification est indépendante de l'application de la zone d’insertion a force sur le

composant.

b) Le grogramme d’essais d’application est destiné aux connexions j faisant
partie d’'un composant et qui sont déja qualifiées selon le sais de
qualjfication.

Les [séquences d’essais concernent essentiellement les gerformances nnexion
insérée a force qui sont affectées par la mise en ceuvre §

Comme| le fabricant de la borne pour connexion insérée~g ‘ grande

partie dgs informations nécessaires a la qualificatio i au long

de cettg norme pour simplifier.

Le Guide 109 de la CEIl met en évid duit sur

I’environnement naturel tout au long du
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CONNEXIONS SANS SOUDURE -

Partie 5: Connexions insérées a force —
Exigences générales, méthodes d’essai et guide pratique

1 Domaine d'application et objet

La présente partie de la CEl 60352 est applicable aux connexions insérées a force sans

soudurg utilisees dans les equipements de telecommunication et les systemes _electrfoniques
employant des techniques similaires.

Une copnexion insérée a force comprend une borne ayant une\zowe\d’insertion [a force
adaptég qui est insérée dans un trou métallisé d’une capte\impriné ace ou
multicodche.

Des infej)rmations sur les matériaux et des résultats en—re e i lle sont
inclus p i stables
dans leg conditions d'environnement prescrites.

L'objet de la présente partie de la C nexions
insérée¢ a force dans des conditions écifiées

par le fabricant du contact inséré a fox g son des
résultat$ d'essais lorsque les outils ufllisé i les connexions sont de comception

2 Réflérences nor

Les doquments nt
partie, fans le présé

référenges datée
derniérg
amende

2férence de maniére normative, en intégralite ou en
ont indispensables pour son application. Rour les
it€e s’applique. Pour les références non datées, la
référence s’applique (y compris les éyentuels

CEI 600
Compod

Qcabulaire Electrotechnique International (VEI) - Partle 581:
ques pour équipements électroniques

CEI 60068-1:1988~Es5ais d’environnement — Partie 1: Généralités et guide
Amendgment 1 (1992)

CEI 60352-1:1997, Connexions sans soudure — Partie 1: Connexions enroulées — Regles
générales, méthodes d'essai et guide pratique

CEI 60512 (toutes les parties), Connecteurs pour équipements électroniques — Essais et
mesures

CEI 60512-1-100, Connecteurs pour équipements électroniques — Essais et mesures -
Partie 1-100: Généralités — Publications applicables

CEI 61188-5-1: Cartes imprimées et cartes imprimées équipées — Conception et utilisation —
Partie 5-1: Considérations sur les liaisons pistes-soudures — Prescriptions génériques

CEIl 61249 (toutes les parties), Matériaux pour circuits imprimés et autres structures
d’interconnexion
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CEIl 62326-4:1996, Cartes imprimées — Partie 4: Cartes imprimées multicouches rigides avec
connexions intercouches — Spécification intermédiaire

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions de la CElI 60050(581) et de la
CEI 60512-1, ainsi que les suivants, s’appliquent.

31

connexion insérée a force
connexion sans soudure réalisée par l'insertion d’'un contact inséré a force dans le trou
métallisgd'une carte imprimee

[CEI 60p50-581: 2008, 581-03-46]

3.2
borne gour connexion insérée a force
borne ajant une zone de forme spéciale adaptée pour réali
sans sojdure

a force

[CEI 60p50-581: 2008, 581-03-39]

3.21
borne massive pour connexion ins
borne pour connexion insérée a force
comporie principalement de fagon rigide
trou métallisé

Qne ma e d'insertion a force| qui se
un effet de ressort élasto-plastique du

[CEI 60p50-581: 2008, 58

3.2.2
borne élastique
borne pour con
provoqy
élasto-p

rce, qui
rmation

[CEI 60

3.3

zone d’
zone dg
d'une connexion insérée a force

hlisation

[CEI 60050-58T17 2008, 581-03-52]

3.4

outil d'insertion de borne

dispositif utilisé pour insérer des bornes pour connexions insérées a force, ou des
composants ayant des bornes pour connexions insérées a force, dans une carte imprimée

[CEI 60050-581: 2008, 581-05-22]

3.5
outil d'extraction de borne
dispositif utilisé pour extraire d’'une carte imprimée une connexion insérée a force

[CEI 60050-581: 2008, 581-05-23]
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3.6

ensemble de piéces
une borne pour connexion insérée a force et une carte d'essai avec un ou plusieurs trous
métallisés. La borne pour connexion insérée a force n'est pas montée dans la carte imprimée

3.7

spécimen
carte imprimée, ou partie de carte imprimée, avec des bornes pour connexion insérée a force
montées avec ou sans le boitier du composant

3.8

fabricant

fabricanft de Ta borne pour connexion insérée a force, qui réalise les essaig§ co rmen

présent

4 Exi

41 @

Les co
conform

42 O
4.2.1

Les outi
le fabrig

Les outi

Les out
insérée

4.2.2

Les oufi

permett
exigenc

43 B

B norme, a l'aide d'une carte d'essai

gences

énéralités

nnexions doivent étre exécutées de fagon
ément aux meilleures pratiques.

utils

Généralités

Is doivent étre vérifiés et utilisés selqn les | ions et les dimensions donr]

ant.

Is doive
a force o

ent ala

le |'art,

ées par

nnexion

s qu'ils
hire aux

4.3.1

Matériaux

Les matériaux utilisés dans la zone d’insertion a force doivent étre spécifiés par le fabricant.

Pour de

4.3.2

La qualité d'une connexion insérée a force dépend des dimensions de la zone d’insertion
force spécialement formée et des matériaux utilisés pour la borne pour connexion insérée

force, ai

s informations sur les matériaux, voir A.4.3.

Dimensions de la zone d’insertion a force

nsi que des dimensions et matériaux du trou métallisé de la carte imprimée.

Q- Q-
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4.3.3 Dimensions du trou métallisé

L'épaisseur minimale du revétement de cuivre de la carte de circuit imprimé doit

étre de

25 um. La forme et les dimensions ainsi que les tolérances du trou métallisé doivent étre

spécifiées par le fabricant.

4.3.4 Traitements de surface

La zone d’insertion a force de la borne pour connexion insérée a force doit étre brute ou

revétue. Le traitement de surface doit étre spécifié par le fabricant.

La surface doit étre exempte de contamination et de corrosion nuisibles.

4.4 Clartes d'essai

4.4.1 Généralités

Pour leg essais, des cartes d'essai conformes a la CEIl 61188 | 62326-4 ou a
une spécification donnée par le fabricant, doivent étre utilisg

Les carfes d'essai de circuit imprimé a quatre couche isées pour les| essais,
sauf specification contraire dans la spécification dy compos \ s la spécification du
fabricanit.

4.4.2 Matériaux

Le fabricant doit spécifier les types de ari e pour lesquels la zone d’inslertion a
force edt congue.

Les exemples de matéria

4.4.3 Epaisseur d

L'épaisgeur de @ brce est
congue.| Lorsqu'u ’ érentes
épaisselrs de cartes S mince
pour laq

NOTE S une carte
d'essai ay

4.4.4

Le diam al e brce est
destinée Jdoit étre défini par le fabricant. La gamme de tolérances est alors la[gamme

compriseentretediametre dutrounrétattiseminimrat-etmaxinrat:
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Les tro

lequel 13

/|

T TTTFFTTFS
PFFTFTFIFFFTFIFTF

s métallisés doivent satisfaire aux exigences, cg
définition suit la Figure 1.

Tableau 1 — Exigences du trou métallisé/pour tes’d'essai

Y
[

9]

IEC 162/12

Figure 1 — Trou métallisé

Tableau

1, dans

N\ N
Entité conformément Descri O Exigence
ala Figure 1

Gamme de tolérances mim du tiqu 30 Mzone basse de la gamme de
(gamme a) lérances

e
Gamme de tolerances @)k% de la zone haute de la gamme de
(gamm olérances

f epaﬁse}f\de\s&vre du t min. 25 pm, max. 35 pm
melal \fknale\ \/ pour des informations, voir A.4.3

™\

\grgéjr de Iaepawe \/ min. 0,15 mm

L'épaisg

le trou,
requise

mesurée par une micro-section transversale 3
es valeurs de f1 et f2 doivent se situer dans la

travers
gamme
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Légende
f1 valeur

f2 valeur

NOTE |l
différencg
outils de
possédan
ont des é

La gam
maxima
nécessyi
trou min

mesurée maximale de I'épaisseur de cuivre

mesurée minimale de I'épaisseur de cuivre

imal.

Figure 2 — Emplacement et exemple de la nri

Mesurer |les_trou

situent dans la m
Figure 3. @

La gamme des dia

etre est représentée sur la Figure 3.

gai, et identifier quels diameétres de
es de trous se situent dans la gamme |b de la

163/12

tuivre. La
pctifs des
s d'essai
les trous

b, il est
bche du
rous se

NOTE Pas a I'échelle

Figure 3 — Exemple de gammes de trou

ede tolérances
N [
© =]
©
2 c
E o 2
= ® [ £
(0] = |
€ £ Echelle de longueur
£ ®©
© [e)]
o ©
© «
- ()
() o
© )
: E
E 3
-
Gamme a <30 % Gamme b <30 %

IEC 164/12

Dimensions en millimétres
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Des exigences complémentaires pour le revétement doivent étre spécifiées par le fabricant.

4.5
a)

4.6

Les infgrmations suivantes doivent étre folxnte
et/ou dy composant:

a)

d)

e)

f)

Connexions insérées a force

La combinaison de la borne d’insertion a force, de la carte imprimée et de I'outil
d'insertion de la borne doit étre compatible et spécifiée par le fabricant.

La borne d’insertion a force doit étre correctement placée dans le trou métallisé de la
carte imprimée, comme cela est prescrit par la spécification du fabricant.

L'opération d'insertion peut provoquer une déformation du trou métallisé. Les limites de la
déformation doivent étre conformes a 5.2.2.5.

La borne d’insertion a force ne doit pas étre endommagée (par exemple fissurée ou pliée).

Il ne du trou

meéta
Il ne|
Il ne|

Apré Hoit étre

visib
Sur
revétement provenant du trou métallisé.

libre du

Spécification du fabricant

de la zone d’insertion a force

Infofmations sur la carte imprimée et le

— ratériau de la carte’ Imprimée;

— rnjombre maxim

— @paisseur mini

— traitemen

— dimensions dg

Infomatiog

Infomatio.

— connexion enroulée;

— borne d’insertion a force individuelle;

— connecteur avec bornes d’insertion a force pré-assemblées.
Instructions et outils pour la mise en ceuvre des insertions a force
— outils a utiliser;

— nombre de réparations avec une nouvelle borne d’insertion a force.
Forces

— force maximale d’insertion par borne;

— force minimale d’extraction par borne apreés les essais.

Toute autre information significative.


https://iecnorm.com/api/?name=94c80326cbdc08de6c27069b5aa65778

- 46 - 60352-5 © CEI:2012

5 Essais

5.1 Remarques générales
5.1.1 Généralités

Comme expliqué dans l'introduction, deux programmes d'essais doivent s'appliquer dans les
conditions suivantes.

a) Les connexions insérées a force conformes aux exigences de I'Article 4 et aux exigences
de la spécification du fabricant, doivent étre essayées suivant le programme d’essais de
qualification de 5.3.2.

L’ob nexions
inséfées a force prises séparément, sans boitier de composant.

b) Les éja éte
qual sgivant le
prog
L’ob mplets,
cong b boitier
duc

Le prog iere du

compos

En cong nsérées

dans n’
conditio

omposant tant que I'ondre, les
igences de la présente norme.

5.1.2
5.1.21

Sauf sf nditions

normale

La temp doivent

étre me

En cas ine des

conditio

5.1.2.2

Sauf spécification contraire, 1es connexions doivent etre preconditionnees dans tes conditions
normales d'essais, conformément aux exigences de la CEl 60512-1, durant 24 h au moins.

5.1.2.3 Reprise

Sauf spécification contraire, les spécimens doivent avoir un temps de reprise dans les
conditions normales d'essais durant au minimum 2 h aprés conditionnement.

5.1.3 Montage des spécimens

Pour le programme d’essais de qualification, les ensembles de piéces sont constitués de
bornes pour connexions insérées a force et de cartes d'essai a trous métallisés. Lorsqu'un
montage est requis dans un essai, les piéces doivent étre montées en utilisant la méthode de
montage définie dans la spécification du fabricant.
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Pour le programme d’essais d’application, des composants complets doivent étre insérés
dans une carte imprimée en utilisant la méthode normale de montage, sauf prescription
contraire dans la spécification du composant ou dans celle du fabricant.

NOTE Pour les définitions des ensembles de pieces et du spécimen, voir 3.6 et 3.7.

5.2 Méthodes de mesure et d’essai
NOTE Dans la mesure ou des méthodes d'essai sont décrites dans le présent paragraphe, il est convenu que leur

description sera remplacée par une référence a la CEl 60512 aussitét que la méthode d'essai correspondante y
sera incluse.

5.21 Examen général

5211 Examen visuel des piéces et des spécimens

L'essai Hoit étre réalisé conformément a la CEl 60512, essai 1a. Tou i tous les
spécimgns doivent étre examinés sous un grossissement de cing S br qu'ils
sont conpformes aux exigences de 4.5.

5.2.1.2 Examen des dimensions

L’essai |doit étre réalisé conformément a la CEIl 60 doivent

étre exgminées pour s'assurer qu'elles sont conformge

5.2.1.3 Vérification des outils

avec les instructions| et les

Les oufils doivent étre vérifiés et C
Wformes aux exigences de 4.2 gt 4.6.

spécifications du fabricant, pour s’assufer qu'ils soR

5.2.2 Essais mécaniqude

5.2.21 Pliage
Cet esspi n'est
> 10 mm dépassanidg

L'objet de cet es: 2rifier la gapacité d'une connexion insérée a force a supporter les

contraintes S par un pliage accidentel de la borne et sa remise en
place.

Le spéq ¢ doit )étre constitué d'une carte imprimée ou d'un morceau de carte
impriméle équipé-d'une bdrne pour connexion insérée a force de longueur libre >10 mm pour
le pliage.

IEC 165/12

Figure 4 — Montage d'essai, pliage

L'extrémité d’une premiére borne pour connexion insérée a force doit étre pliée dans un sens,
et I'extrémité d’'une seconde borne doit étre pliée dans un sens perpendiculaire. Un pliage
suivant le parcours 1, 2 puis 3 doit correspondre a un cycle tel qu'il est représenté a la
Figure 4.
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Sévérité de I'essai: Un cycle doit étre effectué, sauf indication contraire dans la spécification
du fabricant.

5.2.2.2 Force d’insertion

La valeur maximale de la force d’insertion doit étre spécifiée par le fabricant.

La vitesse recommandée pour exercer la force d’insertion durant la mesure doit étre de
25 mm/min a 50 mm/min, sauf spécification contraire du fabricant.

5.2.2.3 Force d’extraction

Cet essai n'est applicable que dans le programme d’essais de qualificatiop.

L'objet dle cet essai est de vérifier la valeur minimale et d'évaluer I3 nexion
insérée|a force a supporter les contraintes mécaniques provoquée 3 liquée
suivant |'axe longitudinal de la borne pour connexion insérée a forse.
Le spétimen d'essai doit étre constitué d'une carte i \éqiipee dune borme pour
connexipn insérée a force, tel que représenté a la Figure5
Apres I reprise
d'au mo
Bdrne d’insertion a force
--=— Direction d’'insertion
IEC 166/12
Viontage d'essai — force d'extraction
Une for i it & ppliquée a la borne pour connexion insérée a force dans la direction
opposég ason 'se
Un disppsitif appropri& doit étre utilisé, par exemple une machine de traction. La téte fde cette
maching deit se déplacer a une vitesse constante < 12 mm/min.

Le spécimen doit étre essayé jusqu'a ce que la borne pour connexion insérée a force bouge
dans le trou métallisé de la carte imprimée. La charge maximale doit étre mesurée.

Si, pour des raisons techniques, l'essai d'extraction en poussant sur la borne n'est pas
réalisable, un essai d'extraction en tirant sur la borne peut étre utilisé.

Pour des informations sur les contraintes mécaniques supplémentaires appliquées sur la
borne pour connexion insérée a force, dues a I'application de la connexion insérée a force,
voir A.6.1.

5.2.2.4 Vibrations

Cet essai n’est applicable que dans le programme d’essais d'application.


https://iecnorm.com/api/?name=94c80326cbdc08de6c27069b5aa65778

60352-5 © CEI:2012 - 49 -

L’essai doit étre réalisé conformément a la CEl 60512, essai 6d.

Les spécimens d'essai doivent étre fermement maintenus sur une table de vibrations.

Un montage d'essai adapté pour I'essai des connexions insérées a force doit étre défini dans

la spécification du composant.

Les sévérités préférentielles de I'essai sont données dans le Tableau 2.

La perturbation de contact doit étre contrélée durant I'essai de vibrations,

CEl 60512, essai 2e.

conformément a la

Exigences: La limite de la durée de la perturbation de contact dogi
spécification contraire dans la norme particuliére applicable du comp

étre ded )ILS, sauf

Gamme de fréquences 10 Hz 4 55 Hz W hza om@i\ \10 Nz a 2 doo Hz
Durée total . \ .
uree totale 2h:]5m|n /\%S\mn\\/ 6h35nn|n

Amplitude du déplacement sous

la fréquence de transfert 1,5 mm
. ' VA N\
Amplitude de I'accélération au-dessus \5) 2 2
i = 0 m/s 200 m/p
de|la fréquence de transfert
Directions /‘\\‘rois EXQS\\ Trois axes Trois ajes
Nombre de balayages par direction \ ) 10 8

Sauf spgécification con liere applicable du composant, lajgamme
comprise entre 10.Hz

5.2.2.5 Micro-sege!

5.2.2.5.

L'essai mément a la CEIl 61188-5-1.

5.2.2.5.

La déformation ™al du ontour du trou percé du trou métallisé doit étre inférieure a 70 pum.
L’épaisseurnrimimrate restante b durevétement doit&tresupéricure a8 Hmedoit pas y

avoir de fissures dans le revétement du trou métallisé. Voir la Figure 6.

vérifiée par examen et par des mesures.

La conformité est
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Direction b

d’insertion Mesure de la
N déformation
‘ijo. ¢ Emplacement de
=)

>/Ia microsection

Contour du
trou d’origine

L/

gllime‘tres

5.2.2.5.83 Coupe longitudinale

La déformation "c" de la piste reliée au trou métallisé ne dujt\pa g supérieure @ 50 um
(voir Figure 7).

Ni le rejvétement du trou métallisé nkle présenter de fissurgs ("d").
Pour lI¢s cartes imprimées a doub s’appliquent aux ¢ouches

extérieures. La conformité est vérifiée r des mesures et par examen visuel,
conformément a 5.2.1.1. Les mesures doiv

Zone d’insertion a force

Carte imprimée
Q ‘ ©

IEC 168/12

Figure 7 — Coupe longitudinale d'une connexion insérée a force

La surface de contact entre la zone d'insertion a force et le trou doit étre adaptée pour
supporter le courant spécifié.

5.2.2.6 Remplacement (réparation)

Le fabricant doit préciser si le remplacement est autorisé et, dans ce cas, le nombre de
remplacements autorisés. L’essai pour vérifier la capacité d’'une zone d'insertion a force a
supporter des remplacements et sa possibilité d’afficher des performances identiques est fait
en remplagant une partie de la zone d'insertion a force.

Les remplacements sont toujours effectués avec de nouvelles bornes pour connexions
insérées a force, avec les outils spécifiés par le fabricant. Toutes les exigences sont
identiques a celles applicables a la premiére insertion. Les jeux de piéces réparées doivent
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étre inspectés. Aucun débris de métal ni aucune fissure sur les couches de la carte ou sur les
conducteurs ne doivent étre visibles.

Si le composant permet le remplacement de la borne pour connexion insérée a force, les
outils et les opérations doivent étre spécifiés par le fabricant du composant ou par une norme
particuliére.

5.2.3 Essais électriques
5.2.3.1 Résistance de contact

L'essai de la résistance de contact doit étre effectué conformément a la CEl 60512, essai 2a.
Il faut [.lcllu'lc des plébautiuua pour—une résotution—suffisante—du—mmicro7vottmetre—ajnsi que
pour la|correction des effets thermoélectriques. Il convient que les poiits de megsure soient
aussi prioches que possible, afin de réduire la résistance électrique.

La Figure 8 représente un exemple du montage d'essai.

Zone d’'insertion
a force Carte imprime

& 169/12

Exigend

La variation maximale de la résistgnce de
contact doit étre inférieure a 0,5 mQ pour
chaque phase d’essai.

a) Pro

La variation maximale de la résistgnce de
contact doit étre spécifiée dans lal norme
particuliere du composant, si elle exjste, ou
dans la spécification du fabricant.

b) Pro

Si néce 3 la mesure directe de la connexion insérée a force n’est pas possible,
une megsure_globale/de la résistance de contact doit étre spécifiée, et I'exigencp de la
connexipnlinsérée a force doit étre incluse dans la valeur exigée pour le composant.

5.2.4 Essais climatiques
5.2.4.1 Généralités

La norme particuliére du composant, si elle existe, ou la spécification du fabricant, doit définir
la température maximale de catégorie (UCT, upper category temperature) et la température
minimale de catégorie (LCT, lower category temperature) qui doivent étre utilisées pour les
essais suivants.

Lorsque la carte imprimée associée a ce composant a une catégorie climatique différente, les
essais climatiques doivent étre réalisés avec la catégorie climatique du composant ou de la
carte imprimée, selon la moins séveére des deux.
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5.2.4.2 Variation rapide de température

L’essai doit étre réalisé conformément a la CEI 60512, essai 11d. Sauf spécification contraire
du fabricant du composant ou d'une norme particuliére, les détails suivants doivent
s'appliquer:

— basse température Tp —40 °C (LCT)
— haute température Tg 85 °C (UCT)
— durée d'exposition ty 30 min

— nombre de cycles 10

5.2.4.3 Sequence climatique

ontraire
doivent

L’essai Hoit étre réalisé conformément a la CEI 60512, essai 11a. Sa
du fabnicant du composant ou d'une norme particuliére,
s'appliqper:
— chalpur séche, température d'essai 85 °C
— froid, température d'essai

— chalpur humide, cyclique, cycles restants

5.2.4.4 Chaleur séche
L’essai doit étre réalisé conformément

du fabificant du composant ou d'une
s'appliquer:

i. Sauf spécification dontraire
, les détails suivants |doivent

— température d'essai

— duréle d'essai

5.3 P

5.3.1

Sila z étre qualifiée pour plus d'un type de carte irmprimée
(voir 4.4. semble complet de spécimens pour chaque type.

Les échantillo iyent \étre soumis a des processus de fabrication habituels| et les
dimensi . stallisé doivent se situer dans la gamme de tolérances, comme|indiqué
en 4.4. S

Avant td

repérés en fonction de la gamme a laquelle ils appartiennent.

Il est important que I'opération d’insertion des bornes soit faite d’'une maniére correcte avec
les outils de production. Les équipements et outils utilisés doivent étre consignés dans le
rapport d’essai.

5.3.2 Programme d’essais de qualification
5.3.2.1 Groupe d'essais A

Il doit y avoir au minimum six ensembles de piéces pour le groupe d'essais A. Si un
remplacement est applicable, des bornes pour connexions insérées a force supplémentaires
doivent étre fournies. Tous les trous doivent avoir un diamétre dans les 30 % de la zone
basse de la gamme de tolérances (gamme a) (voir 4.4.4).
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Tableau 3 — Programme d’essais de qualification — Groupe d'essais A

Phase d’essai Essai Mesure a effectuer Exigence
. . N° d’essai de la
Titre Paragraphe Titre CEIl 60512 Paragraphe
AP1 Montage 5.3.21 Force d’insertion 5.2.2.2
AP2 si applicable | Remplacement 5.2.2.6
AP3 Examen visuel (et 1a 4.5
évaluation des
outils)
AP4 Micro-section 5.2.2.5
AP4.1 Caupe 5225852 52252
Trois spe¢imens transversale (
AP4.2 Coupe 5.2.2.5.3 ) 5.2\.9<3
Trois spe¢imens longitudinale (\
5.3.2.2 Groupe d'essais B
Il doit §y avoir au minimum 14 ensembles de piég ‘essais Bl Si un
remplacement est applicable, des bornes pour conrnexigRs iNs€ a force supplémentaires
doivent |étre fournies. Il doit y avoir un minimum de 3 gamme a, et au moins
sept trous doivent avoir un diamétre ¢ is dz ¢ g one haute de la gamme de
tolérandes (gamme b) (voir 4.4.4).
Si une gone d'insertion a force est s emplagable, la force d’extracfion doit
étre mesurée aprés le nombre de rem
Tableau 4 — Pr e d e ification — Groupe d'essais B
L \/Es\\ \ Mesure a effectuer Exigence
Phase d’essai . N° d’essai de la

it Patagraphe Titre CEIl 60512 Paragraphe
BP1 Moﬂgg\e 5\3\2\2\ Force d’insertion 5.2.2.2
BP2 si applicable P({agé{’ .Z.V
BP3 / \ Force d’extraction 5.2.2.3
BP4 si applicably, | R \kce\n\ent 15226
BP5 si apél\ca\m\ 5.2.2.3 Force d’extraction 5.2.2.3
3 |l conyient yue (c t e aM réalisé sur les sept ensembles de pieces avec des trous de la gamme| b, le cas

échéant

5.3.2.3 —Grouped'essais €

Il doit y avoir au minimum 200 ensembles de piéces pour le groupe d'essais C. Au moins
40 bornes pour connexions insérées a force doivent étre montées dans des trous de la

gamme

a, et au moins 40 dans des trous de la gamme b (voir 4.4.4).

Si un remplacement est applicable, 40 spécimens au minimum doivent étre montés dans les
trous qui, avant I'essai, ont été utilisés conformément au nombre spécifié de remplacements
autorisés; 20 doivent étre montés dans des trous de la gamme a, et 20 dans des trous de la
b (voir 4.4.4). De nouvelles bornes pour connexions insérées a force doivent étre
utilisées dans chaque remplacement. Tous les spécimens doivent étre soumis a I'essai 1a de

gamme

la CEIl 6

0512. Voir les exigences de 4.5.
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Tableau 5 — Programme d’essais de qualification — Groupe d'essais C

Essai Mesure a effectuer Exigence
Phase d’essai . . N° d’essai de la
Titre Paragraphe Titre CEl 60512 Paragraphe
CP1 Montage 5.3.2.2
CP2 si applicable | Remplacement 5.2.2.6
CP3 Résistance de 2a 5.2.3.1
contact — méthode
du niveau des
millivolts
CP4 Variation rapide |5.2.4.2 11d
de temperature /
CP5 Séquence 5.2.4.3 11a
climatique A (\
CP6 Chaleur séche |5.2.4.4 110 <\
CpP7 Pas d'essai ni de mesure péq 's\ \

CP8 Résistance de a \ 57.3.1
contact — méthgde
du niveau des
millivolts

CP9 5223 Force dextrastion \) 5.2.2.3], force
minimale

d’extragtion par
borne,
conformément a
4.6 e)

3 L'essdi pour la force d'extraction doit étre ré |se sur 14des 200 ornes, 7 d'entre elles provenant de Ja gamme
a et 7 projyenant de la gamme b.

W
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